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Menetelmi elektroniikkamoduulin valmistamiseksi
Forfarande for tillverkning av en elektronikmodul

(57) Tiivistelma - Sammandrag

Menetelma elektroniikkamoduulin valmistamiseksi, jossa valmistus aloitetaan eristemateriaalilevysta (1), joka kasittaa johdekerroksen.
Levyyn (1) valmistetaan ainakin yksi syvennys, joka ulottuu eristemateriaalikerroksen (1) lapi vastakkaiseila pinnalla olevaan johdeker-
rokseen saakka. Syvennykseen asetetaan komponentti (6) kontaktointipinta jondekerrosta kohti ja kiinnitetaan komponentti (6) johde-
kerrokseen. Taman jalkeen syvennyksen sulkevasta johdekerroksesta muodostetaan johdekuvio (14), joka liittyy séhkoisesti ainakin
joihinkin syvennykseen asetetun komponentin (6) kontaktialueista tai kontaktinystyista.

Forfarande for tillverkning av en elektronikmodul, dér tiliverkningen pabérjas fran en isoleringsmaterialskiva (1) omfattande ett ledarskikt.
I skivan (1) bildas atminstone en kavitet, vilken stracker sig genom isoleringsmaterialskiktet (1) anda till ledarskiktet pa4 den motsatta
ytan. | kaviteten anordnas en komponent (6) med kontaktbildningsytan mot ledarskiktet, och komponenten (6) fasts vid ledarskiktet.
Harefter bildas ett ledarménster (14) av det ledarskikt som tillsluter kaviteten, vilket monster ar elektriskt anslutet till &tminstone nagra
av den i kaviteten anordnade komponentens (6) kontaktomraden eller kontaktknottror.
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